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Manipulare/Curatare
_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Tipul Placii Indemanare Conformitate
21 Manipularea ansamblurilor electronice N/A N/A N/A
22 Curatarea N/A N/A N/A
indepértarea Acoperirilor
_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Exemplificare Tipul Placii Indemanare Conformitate
2.3.1 Tndepértarea Acoperirilor, Identificarea R,FW,C Avansat nalt
Tipurilor de Acoperire
232 Indepértarea Acoperirii, Metoda cu R,F;W,C Avansat nalt
Solvent
2.3.3 Indepértarea Acoperirii, Metoda R,F,w,C Avansat nalt
Decaojirii
2.3.4 Indepértarea Acoperirii, Metoda R,F;W,C Avansat nalt
Termica
2.3.5 Indepértarea Acoperirii, Metoda prin R,F,wW,C Avansat nalt
Slefuire/Razuire
2.3.6 Indepértarea Acoperirii, Metoda R,F,wW,C Avansat nalt
Microsablarii
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inlocuirea Acoperirii

Ciocanului de Lipit

_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Exemplificare Tipul Placii Indemanare Conformitate
241 nlocuirea Acoperirii, Masca de R,F,W,C Intermediar nalt
Proteciie la Lipire (Solder Mask)
2.4.2 nlocuirea Acoperirii, Acoperiri de R,FW,C Intermediar nalt
Protectie(Conformal Coatings)/
Incapsulanti
Conditionarea
_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Exemplificare Tipul Placii Indemanare Conformitate
2.5 Uscare (Baking) si Preincalzire : R,F,W,C Intermediar Tnalt
Manipularea si Pregatirea Amestecului Epoxy
_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Exemplificare Tipul Placii Indemanare Conformitate
2.6 Manipularea si Pregatirea Amestecului R,F,W,C Intermediar Tnalt
Epoxy
Legenda/Marcare
_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Exemplificare Tipul Placii Indemanare Conformitate
2.7.1 Legenda/Marcare, Metoda Stampilarii \\2\%@& R,F,W,C Intermediar Tnalt
) &
2.7.2 Legenda/Marcare, Metoda 7 R,F,W,C Intermediar Tnalt
Inscriptionarii Manuale
> ’ 1
B -
2.7.3 Legenda/Marcare, Metoda Sablonului é R,F,W,C Intermediar Tnalt
D
<
P
ingrijirea si Intretinerea Varfului Ciocanului de Lipit
_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Exemplificare Tipul Placii Indemanare Conformitate
2.8 ingrijirea si Intretinerea Varfului N/A N/A N/A
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Cuprins

PARTEA 2 Refacerea

3 Scoatere

3.1 Dezlipire Terminal din Gaura

: @ _ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere e - Tipul Placii indemanare Conformitate
3.1.1 Metoda Vidului Continuu R,F,W Intermediar Tnalt
3.1.2 Metoda Vidului Continuu — indoire Partial& R,FW Intermediar Tnalt
3.1.3 Metoda Vidului Continuu — indoire Totala R,F,W Intermediar Tnalt
3.1.4 Metoda Indreptarii indoirii Totale R,FW Intermediar Tnalt
315 Metoda Capilaritatii la Indoirea Total& R,F,W Avansat Tnalt
3.2 Scoatere Conector si PGA (Pin Grid Array)
_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Tipul Placii Indemanare Conformitate
3.2.1 Metoda Fantanii cu Aliaj(Solder Fountain) R,F,W,C Expert Mediu
3.3 Scoatere Componenta Cip
@ _ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Tipul Placii Indemanare Conformitate
3.3.1 Varf Bifurcat R,F,W,C Intermediar Tnalt
3.3.2 Metoda Pensetei R,F,W,C Intermediar Tnalt
3.3.3 Terminatie dedesubt — Metoda Aer Fierbinte R,F,W,C Intermediar Tnalt
3.4 Scoatere Componenta fara Terminale
@ _ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Tipul Placii Indemanare Conformitate
3.4.1 Metoda Tnfasurarii cu Fludor R,FW,C Avansat Tnalt
3.4.2 Metoda Aplicarii de Flux R,FW,C Avansat Tnalt
3.4.3 Metoda Retopirii (Reflow) Gaz (Aer) Fierbinte R,F,W,C Avansat nalt
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3.5 Scoatere Componenta SOT

_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Tipul Placii Indemanare Conformitate
3.5.1 Metoda Aplicarii de Flux R,F,W,C Intermediar Tnalt
3.5.2 Metoda Aplicarii de Flux — Penseta R,F,W,C Intermediar Tnalt
3.5.3 Metoda Creionului cu Aer Fierbinte R,F,W,C Intermediar Tnalt
3.6 Scoatere Componenta ,,Gull Wing” (terminale pe doua laturi)
_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Tipul Placii Indemanare Conformitate
3.6.1 Metoda Incarcérii cu Punte de Aliaj R,F,W,C Intermediar Tnalt
3.6.2 Metoda infasurarii cu Fludor R,F,W,C Intermediar nalt
3.6.3 Metoda Aplicarii de Flux R,F,W,C Intermediar Tnalt
3.6.4 Metoda incarcérii cu Punte de Aliaj — Penseta R,FW,C Avansat Tnalt
3.6.5 Metoda infasurarii cu Fludor — Penseta R,F,wW,C Avansat nalt
3.6.6 Metoda Aplicarii de Flux — Penseta R,F,W,C Avansat Tnalt
3.7 Scoatere Componenta ,,Gull Wing” (terminale pe patru laturi)
_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Tipul Placii Indemanare Conformitate
3.7.1 Metoda Incarcarii cu Punte de Aliaj — Ventuza cu Vacuum R,F,W,C Avansat Tnalt
3.7.1.1 Metoda Incarcarii cu Punte de Aliaj — Tensiune R,F,W,C Intermediar Tnalt
Superficiala
3.7.2 Metoda Infasurérii cu Fludor — Ventuza cu Vacuum R,F,w,C Avansat Tnalt
3.7.21 Metoda Infasurérii cu Fludor — Tensiune Superficiala R,F,wW,C Intermediar Tnalt
3.7.3 Metoda Aplicarii de Flux — Ventuza cu Vacuum R,F,W,C Avansat Tnalt
3.7.3.1 Metoda Aplicarii de Flux — Tensiune Superficiala R,F,wW,C Intermediar nalt
3.7.4 Metoda Incarcarii cu Punte de Aliaj — Penseta R,F,W,C Avansat Tnalt
3.7.5 Metoda infasurérii cu Fludor — Penseta R,F,w,C Avansat Tnalt
3.7.6 Metoda Aplicarii de Flux — Penseta R,F,w,C Avansat Tnalt
3.7.7 Metoda Retopirii (Reflow) cu Gaz (Aer) Fierbinte R,F,w,C Avansat Tnalt
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3.8 Scoatere Componenta cu Terminal-J

Tresa

_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Tipul Placii Indemanare Conformitate
3.8.1 Metoda Incarcarii cu Punte de Aliaj — Penseta R,FW,C Avansat Tnalt
3.8.1.1 Metoda Incarcérii cu Punte de Aliaj — Tensiune R,FW,C Avansat Tnalt
Superficiala
3.8.2 Metoda Infasurérii cu Fludor — Penseta R,F,W,C Avansat Tnalt
3.8.2.1 Metoda Tnfasurarii cu Fludor — Tensiune Superficiald R,F,W,C Avansat Tnalt
3.8.3 Metoda Infasurarii cu Fludor — Penseta R,FW,C Avansat Tnalt
3.84 Fluxare si Cositorire Doar pe Varf R,F,W,C Avansat nalt
3.8.5 Metoda Retopirii cu Gaz Fierbinte R,F,W,C Avansat Tnalt
3.9 Scoatere BGA/CSP
_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Tipul Placii Indemanare Conformitate
3.9.1 Sistem de Retopire (Reflow) cu Gaz Fierbinte R,F,W,C Avansat Tnalt
3.9.2 Metoda cu Vacuum R,F,wW,C Avansat Mediu
3.10 Scoatere Soclu de Circuit PLCC
_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Tipul Placii Indemanare Conformitate
3.10.1 Metoda Incarcarii cu Punte de Aliaj R,FW,C Avansat Tnalt
3.10.2 Metoda Tnfasurarii cu Fludor R,F,W,C Avansat Tnalt
3.10.3 Metoda Aplicarii de Flux R,FW,C Avansat Tnalt
3.10.4 Metoda Creionului cu Aer Fierbinte R,F,W,C Avansat Mediu
4 Pregatire Pad/Land
& _ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Tipul Placii Indemanare Conformitate
411 Pregatirea Landului de Montaj pe Suprafata — Metoda R,F,W,C Intermediar nalt
Individuala
4.1.2 Pregatirea Landului de Montaj pe Suprafata — Metoda R,FW,C Intermediar Tnalt
Continua
4.1.3 Indepartarea Aliajului de pe Suprafati — Metoda Tresei R,F,W,C Intermediar Tnalt
4.21 Reuniformizarea Padurilor — Folosire de Varf tip Paleta R,F,W,C Intermediar Tnalt
4.3.1 Cositorire Land SMT — Folosire de Varf tip Paleta R,F,W,C Intermediar Mediu
441 Curatarea Landurilor SMT — Folosire de Varf tip Paleta si R,F,W,C Intermediar nalt
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5 Instalare

5.1 Instalare in G

auri

Procedura

Descriere

Instalarea urmareste cerintele din J-STD-001 si
J-HDBK-001

5.2 Instalare Con

ector si PGA(Pin Grid Array)

R

_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Tipul Placii Indemanare Conformitate
5.2.1 Metoda Fantanii cu Aliaj (Solder Fountain) cu Gaura R,F,w,C Expert Mediu
Metalizata (PTH) Preumpluta
5.3 Instalare Componenta Cip
_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Tipul Placii Indemanare Conformitate
5.3.1 Metoda cu Pasta de Aliaj/Creion cu Aer Fierbinte R,F,W,C Intermediar Tnalt
5.3.2 Metoda Punct la Punct R,FW,C Intermediar Tnalt
5.4 Instalare Componenta fara Terminale
_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Tipul Placii Indemanare Conformitate
5.4.1 Metoda Retopirii (Reflow) Gaz (Aer) Fierbinte R,F,wW,C Avansat nalt
5.5 Instalare Componenta ,,Gull Wing”
_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Tipul Placii Indemanare Conformitate
5.5.1 Metoda Multiterminal — Pe Deasupra Terminalului R,F,w,C Avansat Tnalt
55.2 Metoda Multiterminal — Cu Varful pe Capatul Terminalului R,F,W,C Avansat Tnalt
5.5.3 Metoda Punct — la — Punct R,F,W,C Intermediar Tnalt
554 Metoda cu Pasta de Aliaj/Creion cu Aer Fierbinte R,F,W,C Avansat Tnalt
5.5.5 Metoda cu Varf Carlig si Fludor Asezat Deasupra R,F,W,C Intermediar Tnalt
5.5.6 Metoda cu Varf tip Lama si Fir de Fludor R,FW,C Avansat Mediu
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5.6 Instalare Componenta cu Terminal - J

_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Tipul Placii Indemanare Conformitate
5.6.1 Metoda cu Firul de Fludor R,Fw,C Avansat Tnalt
5.6.2 Metoda Punct — la — Punct R,FW,C Intermediar Tnalt
5.6.3 Metoda cu Pasta de Aliaj/Creion cu Aer Fierbinte R,F,W,C Avansat Tnalt
5.6.4 Metoda Multiterminal R,F,W,C Intermediar Tnalt
5.7 Instalare BGA/CSP
_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Tipul Placii Indemanare Conformitate
5.71 Folosire Aliaj din Fludor pentru Tncarcare Partial& Landuri R,FEW,C Avansat Tnalt
572 Folosire Pasta de Lipire pentru incarcare Partiald Landuri R,FW,C Avansat Tnalt
573 Procedura de Reatasare Bile la BGA — Metoda R,C Avansat Tnalt
Pozitionerului
574 Procedura de Reatasare Bile la BGA — Metoda cu Hartia R,C Avansat Tnalt
Purtatoare de Bile
5.7.5 Procedura de Reatasare Bile la BGA — Metoda cu R,C Avansat Tnalt
Sablonul din Poliimida
6 indepartarea Scurturilor
% _ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Tipul Placii Indemanare Conformitate
6.1.1 Terminalele — J — Metoda Tragerii R,F,W,C Intermediar Tnalt
6.1.2 Terminalele — J — Metoda Redistribuirii Aliajului R,F,wW,C Intermediar Tnalt
6.1.2.1 Terminalele — J — Metoda cu Tresa R,F,W,C Intermediar Tnalt
6.1.3 Terminalele Gull Wing — Metoda Tragerii R,FW,C Intermediar Tnalt
6.1.4 Terminalele Gull Wing — Metoda Redistribuirii Aliajului R,F,W,C Intermediar nalt
6.1.4.1 Terminalele Gull Wing — Metoda cu Tresa R,F,W,C Intermediar Tnalt
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Cuprins

PARTEA 3 Modificare si Reparatie

Delaminare si Basicare

Transplantului

_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Exemplificare Tipul Placii Indemanare Conformitate
3.1 Reparatie, Delaminare/Basicare, S R Avansat Tnalt
Metoda Injectarii
Curbare si Rasucire
_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Exemplificare Tipul Placii Indemanare Conformitate
3.2 Reparatie Curbare si Rasucire A R,wW Avansat Mediu
—_—
Repararea Gaurii
_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Exemplificare Tipul Placii Indemanare Conformitate
3.3.1 Repararea Gaurii, Metoda Epoxy R,W Avansat inalt
3.3.2 Repararea Gaurii, Metoda R,W Expert Tnalt
Transplantului
Reparare Cheie si Fanta
_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Exemplificare Tipul Placii Indemanare Conformitate
3.4.1 Reparare Cheie si Fanta, Metoda | R,W Avansat Tnalt
Epoxy
3.4.2 Reparare Cheie si Fanta, Metoda % R,W Expert Tnalt
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Repararea Materialului de Baza
_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Exemplificare Tipul Placii Indemanare Conformitate
3.5.1 Repararea Materialului de Baza, R,W Avansat nalt
Metoda Epoxy
=
3.5.2 Repararea Materialului de Baza, R,W Expert Tnalt
Metoda Transplantului Ariei
3.5.3 Repararea Materialului de Baza, R,W Expert Tnalt
Metoda Transplantului Marginii
Trasee Desprinse
_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Exemplificare Tipul Placii Indemanare Conformitate
411 Repararea Traseului Desprins, R,F Intermediar Mediu
Metoda de Lipire cu Epoxy
4.1.2 Repararea Traseului Desprins, R,F Intermediar Tnalt

Metoda cu Strat de Adeziv
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Repararea Traseului Conductor

la o Gaura Metalizata la Stratul Intern,
Metoda Taierii Puntii

_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Exemplificare Tipul Placii Indemanare Conformitate

421 Repararea Traseului Conductor, Folie R,F,C Avansat Mediu

Saritoare, Metoda Epoxy
@,

422 Repararea Traseului Conductor, Folie R,F,C Avansat Tnalt
Saritoare, Metoda cu Strat Adeziv

4.2.3 Repararea Traseului Conductor, R,F,.C Avansat Tnalt
Metoda Sudurii

424 Reparatia Traseului Conductor, R,F.C Intermediar Mediu
Metoda cu Fir pe Suprafata

425 Reparatia Traseului Conductor, R Avansat Mediu
Metoda cu Fir prin Placa

4.2.6 Reparatia/Modificarea Traseului R,F.C Expert Mediu
Conductor, Metoda cu Cerneala
Conductiva

4.2.7 Repararea Traseului Conductor, R,F Expert nalt
Metoda Stratului Intern

Taierea Conductorului
_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Exemplificare Tipul Placii Indemanare Conformitate

4.3.1 Taierea Conductorului, Conductoare R,F Avansat Tnalt
pe Suprafata @

432 Taierea Conductorului, Conductoare R,F Avansat Tnalt
pe Strat Intern

4.3.3 indepértarea Conexiunii Electrice de R,F Avansat Tnalt
la o Gaura Metalizata la Stratul Intern,
Metoda prin Gaurire

4.3.4 Tndepértarea Conexiunii Electrice de R,F Avansat Tnalt
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Repararea Landului Desprins
_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Exemplificare Tipul Placii Indemanare Conformitate
441 Repararea Landului Desprins, Metoda R,F Avansat Mediu
cu Rasina Epoxy
442 Repararea Landului Desprins, Metoda R,F Avansat Mediu
cu Strat de Adeziv Uscat
Repararea Landului
_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Exemplificare Tipul Placii Indemanare Conformitate
451 Repararea Landului, Metoda cu R,F Avansat Mediu
Rasina Epoxy
452 Repararea Landului, Metoda cu Strat R,F Avansat Tnalt
Adeziv
Repararea Contactului de la Margine
_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Exemplificare Tipul Placii Indemanare Conformitate
4.6.1 Repararea Contactului de la Margine, | < R,F,W,C Avansat Mediu
Metoda cu R&sina Epoxy
b
4.6.2 Repararea Contactului de la Margine, R,F,w,C Avansat Tnalt
Metoda cu Strat Adeziv
46.3 Repararea Contactului de la Margine, R,F,W,C Avansat Tnalt

Metoda Placarii
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Repararea Padului de Montaj pe Suprafata

_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Exemplificare Tipul Placii Indemanare Conformitate
471 Repararea Padului de Montaj pe R,F,C Avansat Mediu
Suprafata, Metoda Epoxy
4.7.2 Repararea Padului de Montaj pe R,F,C Avansat Tnalt
Suprafata, Metoda cu Strat Adeziv
4.7.3 Montaj pe Suprafata, Reparatie Pad R,F,C Avansat Tnalt
BGA, Metoda cu Strat Adeziv
Reparatia Gaurii Metalizate
_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Exemplificare Tipul Placii Indemanare Conformitate
5.1 Reparatia Gaurii Metalizate, Fara R,FW Intermediar Tnalt
Conexiune la Strat Intern
5.2 Reparatia Gaurii Metalizate, Metoda R,FW Avansat Mediu
Dublarii Peretelui \
5.3 Reparatia Gaurii Metalizate, R Expert Mediu
Conexiune la Strat Intern \
5.4 Reparatia Gaurii Metalizate, Fara R,FEW Intermediar Mediu

Conexiune la Strat Intern, Metoda
Firului Prins pe Placa
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Fire Saritoare

_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Exemplificare Tipul Placii Indemanare Conformitate
6.1 Fire Saritoare R,F,W,C Intermediar N/A
6.2.1 Fire Saritoare, Componente BGA, R,F Expert Mediu
Metoda cu Folie Saritoare
6.2.2 Fire Saritoare, Componente BGA, R,F Expert Tnalt
Metoda cu Trecere prin Placa
Adaugari de Componente
_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Exemplificare Tipul Placii Indemanare Conformitate
6.3 Modificari si Adaugari de Componente R,F,W,C Avansat N/A
Reparatia Conductorului Flexibil
_ Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Exemplificare Tipul Placii Indemanare Conformitate
7.1.1 Reparatia Conductorului Flexibil F Expert Mediu
8 Fire
8.1 imbinare Fire
_ R Nivel de Nivel de
Procedura Descriere Tipul Placii Indemanare Conformitate
8.1.1 imbinare prin Intrepatrundere N/A Intermediar Scazut
8.1.2 imbinare prin Infisurare N/A Intermediar Scazut
8.1.3 Tmbinare Carlig N/A Intermediar Scazut
8.14 imbinarea prin Suprapunere N/A Intermediar Scazut
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Informatii Generale si Proceduri Comune

1 Generalitati

1.1 Domeniu de aplicare Acest document descrie
proceduri pentru repararea si refacerea ansamblurilor
realizate pe placi cu circuite imprimate. Este constituit
din informatii colectate, integrate si asamblate de catre
Subcomitetul de Reparabilitate ( 7-34 ) al Comitetului

de Asigurare a Produsului din cadrul IPC. Aceasta revizie
include o descriere extinsa pentru procesele fara plumb
precum si sfaturi suplimentare de control pentru operatii
cum ar fi reparatii care pot sa nu aiba alte criterii publicate.
Acest document nu limiteaza numarul maxim de actiuni
de refacere, modificare sau de reparare a unui Ansamblu
cu Circuite Imprimate.

1.2 Scop Acest document prevede cerintele procedurale,
instrumentale, de materiale si metode care urmeaza sa fie
utilizate in modificarea, refacerea, repararea, revizia sau
restaurarea de produse electronice. Desi acest document
se bazeaza in mare parte pe definitiile de Clasa de Produs
utilizate in documente, cum ar fi IPC J-STD-001 sau
IPC-A-610, acest document ar trebui sa fie considerat
aplicabil pentru orice tip de echipament electronic.
Atunci cand este cerut prin contract ca document de
control pentru modificarea, refacerea, repararea, revizia
sau restaurarea de produse, cerintele se aplica si pe lantul
de aprovizionare in jos la subcontractori. IPC a identificat
cele mai frecvente echipamente si procese care afecteaza
o reparatie specifica sau o refacere. Este posibil ca si alte
echipamente alternative si procese sa poata fi folosite
pentru a face aceeasi reparatie. In cazul utilizarii un
echipament alternativ, ramane la latitudinea clientului
determinarea cé rezultatul final este un ansamblu bun

si neafectat.

1.2.1 Definirea Cerintelor Acest document este
destinat a fi utilizat ca un ghid si nu exista cerinte sau
criterii specifice decat cu exceptia unui caz separat si
in mod in special precizat in documentatia contractuala
a utilizatorului sau in altele documente. Atunci cand
declaratiile cum ar fi ,,trebuie”, ,,ar trebui” sau ,,nevoia

de a fi” sunt folosite, acestea subliniaza un punct important.

Daca aceste recomandari imperative nu sunt respectate
rezultatul final poate sa nu fie satisfacator si ar putea
fi cauzate defecte suplimentare.

1.3 Aspecte de fond Ansamblurile electronice

din prezent sunt mult mai complexe si mai mici decat
oricand inainte. In ciuda acestui fapt, ele pot fi modificate
cu succes, reprelucrate sau reparate in cazul in care sunt
respectate tehnicile corespunzdtoare. Acest manual este

conceput pentru a ajuta utilizatorii in repararea, refacerca
si modificarea ansamblurilor electronice cu un impact
minim asupra functiondrii in conditiile reale sau a
fiabilitatii. Procedurile din acest document au fost obtinute
de la asamblori, producatori de placi cu circuite imprimate,
precum si de la utilizatori care recunosc nevoia pentru
documentarea tehnicilor utilizate Tn mod obisnuit pentru
reprocesari, reparatii si modificari. Aceste tehnici

au fost, in general, dovedite ca fiind acceptabile pentru
clasa produsului prin testari extinse si functionalitatea
prelungita in exploatare. Organizatiile comerciale i
militare care au prezentat procedurile pentru a fi incluse

in acest document sunt prea numeroase pentru a fi listate
individual. Subcomitetul de Reparabilitate a revizuit,unde
a fost necesar, procedurile pentru a reflecta imbunatatirile.

1.4 Termeni si Definitii Definitiile marcate cu simbolul
¥ sunt din IPC-T-50 si se aplica la utilizarea acestui
document.

PCA — Ansambluri pe Placi cu Circuite Imprimate.

* Refacerea — act de refacere de articole neconforme, prin
utilizarea procesarii originale sau echivalente, intr-un astfel
de mod care asigura respectarea deplind a articolului cu
desenele aplicabile sau caietul de sarcini.

* Modificarea — revizuire a capacitatii functionale a unui
produs in scopul de a satisface criteriile noi de acceptare.
Modificarile sunt de obicei necesare pentru a incorpora
schimbari de proiect care pot fi controlate prin desene,
ordine de modificare, etc. Modificarile ar trebui sa

fie efectuate numai atunci cand, in mod specific, sunt
autorizate si descrise in detaliu n documentatia de control.

* Reparatia — actul de restabilire a capacitatii functionale a
unui articol defect intr-un mod care nu asigura conformarea
articolului cu desenele aplicabile sau caietul de sarcini.

1.4.1 Clasa de Produs Ultilizatorul produsului
este responsabil pentru identificarea Clasei de Produs.
Procedura selectata pentru actiunile care urmeaza

a fi luate (de modificare, refacere, reparare, revizie,
etc.) trebuie sa fie in concordanta cu clasa precizata
de catre utilizator. Cele trei clase ale produsului sunt:

Clasa 1 — Produse Electronice de Uz General

Include produse pentru aplicatii unde cerinta majora
este functionarea pentru ansamblurile finalizate.

Clasa 2 — Produse Electronice cu o Durata Dedicata
de Functionare

Include acele produse unde se cere o performanta
continua si o duratd de viata extinsa si pentru care






